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NGHIÊN C�U CH� T�O NH�A EPOXY BI�N TÍNH  

B�NG H�P CH�T SILAN DÙNG TRONG S�N XU�T 

KEO DÁN HÀNG KHÔNG CH�U NHI�T 

NGUY�N ��C ANH (1), L�U V�N TUYNH (2), NGUY�N PHI LONG (1) 

1. ��T V�N �� 

Ngày nay, cùng v�i n�n khoa h�c hi�n ��i, l�nh v�c nghiên c�u và �ng d�ng 
v�t li�u cao phân t� có t�c �� phát tri�n r�t nhanh. M�t trong nh�ng s�n ph�m c�a 
công ngh� polyme nh�n ���c s� quan tâm l�n là epoxy. 

Nh�a epoxy là lo�i polyme m�ch th�ng có ch�a các nhóm epoxy � cu�i m�ch 
v�i các tính ch�t c� lý ��c bi�t nh� kh� n�ng bám dính t�t v�i h�u h�t các lo�i v�t 
li�u, ch�u tác d�ng c� h�c, b�n nhi�t, b�n hóa h�c, cách �i�n, kh� n�ng ch�u mài 
mòn... Vì v�y, nh�a epoxy ���c s� d�ng r�ng rãi trong m�i l�nh v�c k� thu�t ��c 
bi�t là công ngh� ch� t�o màng ph�, v�t li�u composit, keo dán k�t c�u và các ngành 
k� thu�t cao nh� �i�n, �i�n t�, hàng không, v� tr�. Bên c�nh nh�ng �u �i�m n�i tr�i 
nh� trên, nh�a epoxy v�n còn có m�t s� nh��c �i�m nh� giòn, kh� n�ng ch�u nhi�t 
không cao và ch� th� hi�n các �u �i�m v� tính ch�t c� lý trong �i�u ki�n t�nh [1, 2, 6, 
7, 8]. Vì v�y, vi�c nghiên c�u bi�n tính nh�a epoxy �� kh�c ph�c nh�ng nh��c �i�m 
trên �ang thu hút s� quan tâm c�a các nhà khoa h�c v�t li�u, ��c bi�t là trong l�nh 
v�c s�n xu�t keo dán hàng không ch�u nhi�t. Các gi�i pháp ���c công b� trong các 
công trình g�n �ây nh� dùng các h�p ch�t c�a ph�t-pho, ho�c nh�ng c�u trúc siloxan 
ph�c t�p �� ph�n �ng v�i nh�a epoxy ��u ch�a th�c s� c�i thi�n ���c tính ch�t nhi�t, 
c� lý ho�c quy trình ph�n �ng �òi h�i nh�ng �i�u ki�n khó kh�n, t�n kém.  

Bài báo này trình bày m�t s� k�t qu� nghiên c�u bi�n tính nh�a epoxy b�ng 
m�t ch�t bi�n tính m�i là h�p ch�t silan ch�a clo, xây d�ng ��n pha ch� keo ch�u 
nhi�t trên c� s� nh�a epoxy bi�n tính và �ánh giá m�t s� tính ch�t c� lý, nhi�t c�a 
keo ch� t�o ���c. 

2. TH�C NGHI�M 

2.1. Nguyên li�u, hóa ch�t 

Nh�a epoxy diglycidyl ether of bisphenol-A (DGEBA) mác D.E.R 331 (Dow 
Chemical, M�) v�i hàm l��ng epoxy là 22.4÷23.6%, ch�t bi�n tính 
dichlorodiphenylsilan DCDPS (Merck, CHLB ��c), ch�t xúc tác triphenylphosphin 
TPP (Sigma-Aldrich, CHLB ��c), ch�t �óng r�n polyamide phân t� l��ng th�p L-
20 M (Liên bang Nga), toluen (Trung Qu�c). 

2.2. Ph��ng pháp ti�n hành 

Hòa tan l��ng nh�a xác ��nh Epoxy D.E.R 331 b�ng toluen khan. Sau �ó, cho 
l��ng nh�a �ã hòa tan này cùng v�i ch�t bi�n tính DCDPS, xúc tác TPP vào bình 
ph�n �ng 4 c�. K�t n�i h� ph�n �ng v�i sinh hàn, b�t máy khu�y v�i t�c �� 220 
vòng/phút, nhi�t �� ph�n �ng � 60oC. Sau 24 gi�, k�t thúc ph�n �ng, �em r�a, chi�t 
b�ng n��c c�t r�i �em c�t quay � 130oC, áp su�t 70 kPa �� lo�i n��c, toluen �� thu 
���c s�n ph�m tinh khi�t. 
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Nh�a epoxy bi�n tính thu ���c là m�t ch�t l�ng nh�t màu nâu �� v�i các ch� 

tiêu k� thu�t: Hàm l��ng epoxy 12,5%; hàm l��ng silic 2,1%; ph� IR (KBr): 

1248,39 cm-1 (C-O-C), 1120,39 cm-1 (Si-O), 915,4 cm-1 (nhóm epoxy). 

2.3. Pha ch� keo ch�u nhi�t t� nh�a epoxy bi�n tính 

Nh�a epoxy �ã bi�n tính ���c thêm l��ng ch�t �óng r�n L-20M theo t� l� xác 

��nh r�i khu�y tr�n ��u b�ng máy khu�y t� � nhi�t �� phòng trong 5 phút. Các m�u 

keo sau khi �óng r�n � nhi�t �� phòng trong 36 gi� ���c �em �i �ánh giá các ch� 

tiêu v� nhi�t và �� b�n c� lý. 

2.4. Các ph��ng pháp �o ��c, �ánh giá 

Hàm l��ng nhóm epoxy ���c xác ��nh theo tiêu chu�n [11]. Hàm l��ng Si 

���c xác ��nh theo tiêu chu�n [10]. Ph� h�ng ngo�i c�a các m�u ���c ghi trong 

vùng 4000÷500 (cm-1) trên máy FTIR, NEXUS 670, Nicolet (M�). �� b�n kéo ��t 

���c xác ��nh b�ng thi�t b� GOTECH AI-7000-M (�ài Loan) [3]. Phân tích nhi�t 

TGA ���c ti�n hành trên máy TGA209F1 c�a hãng NETZSCH (��c). 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.1. Xây d�ng quy trình ph�n �ng bi�n tính nh�a epoxy b�ng DCDPS 

3.1.1. Kh�o sát ph�n �ng bi�n tính b�ng ph� h�ng ngo�i (IR) 

Nh�a epoxy bi�n tính (DGEBA-Si), ���c t�ng h�p b�ng ph�n �ng c�ng h�p 

c�a nh�a DGEBA v�i DCDPS s� d�ng TPP làm ch�t xúc tác � 60oC trong 24 gi�. 

Ph��ng trình ph�n �ng c�a ph�n �ng bi�n tính ���c th� hi�n trong hình 1. 

 

Hình 1. S� �� ph�n �ng bi�n tính nh�a epoxy b�ng DCDPS 

Theo [9], t� l� kh�i l��ng epoxy:DCDPS = 6,67:1 ���c l�a ch�n làm c� s� �� 

kh�o sát ph�n �ng bi�n tính nh�a epoxy D.E.R 331 b�ng DCDPS. K�t qu� ch�p ph� 

h�ng ngo�i ���c th� hi�n � hình 2. 
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a)                                                                b)        

Hình 2. Ph� IR c�a nh�a epoxy khi ch�a bi�n tính (a) và sau khi bi�n tính (b) 

Hình 2a cho th�y � m�u nh�a epoxy ch�a bi�n tính có các pic 915,39 cm-1 và 
831,03 cm-1 ��c tr�ng cho dao ��ng c�a nhóm epoxy và pic 1248,50 cm-1 ��c tr�ng 
cho nhóm C-O-C. 

Hình 2b cho th�y � m�u nh�a epoxy sau khi bi�n tính v�n có các pic 915,4 cm-1, 
830,77 cm-1 và pic 1248,39 cm-1 ��c tr�ng này. Tuy nhiên, m�t d�i ph� m�i xu�t 
hi�n � 1120,39 cm-1 ��c tr�ng cho dao ��ng c�a liên k�t Si-O. K�t qu� này cho th�y 
s� hi�n di�n c�a silan trong khung m�ch epoxy và ph�n �ng bi�n tính nh�a epoxy 
b�ng DCDPS �ã x�y ra [4, 5]. 

3.1.2. Kh�o sát �nh h��ng c�a t� l� hàm l��ng nh�a epoxy:silan (E:S) ��n 
ph�n �ng bi�n tính nh�a epoxy b�ng DCDPS 

Các ph�n �ng ���c th�c hi�n l�n l��t v�i t� l� nh�a epoxy:silan thay ��i, các 
�i�u ki�n khác không ��i: T� l� xúc tác 1,5%; nhi�t �� ph�n �ng 55oC; t�c �� khu�y 
220 vòng/phút; th�i gian 24 gi�. K�t qu� kh�o sát hàm l��ng epoxy và hàm l��ng 
silic c�a s�n ph�m sau khi bi�n tính t�i các t� l� khác nhau ���c li�t kê trong b�ng 1. 

B�ng 1. Hàm l��ng epoxy và hàm l��ng silic c�a s�n ph�m sau khi bi�n tính 

                    T� l� E:S 

 Tên ch� tiêu 
3,6:1 4:1 5:1 6,67:1 7,5:1 

Hàm l��ng epoxy (%) 6,41 6,45 8,25 12,5 13,2 

Hàm l��ng Silic (%) 3 2,7 1,8 2,1 1,4 

Tùy theo m�c �ích s� d�ng nh�a epoxy bi�n tính mà nhóm tác gi� s� l�a ch�n 

lo�i nh�a có hàm l��ng epoxy và hàm l��ng silic phù h�p �� ��m b�o các tính ch�t 

c� - lý, tính ch�u nhi�t. Qua kh�o sát hàm l��ng epoxy và hàm l��ng silic c�a nh�a 

SEDM-6 c�a Liên bang Nga v�i thành ph�n và tính n�ng t��ng t� [12, 13], nhóm 

tác gi� l�a ch�n t� l� kh�i l��ng nh�a epoxy:silan là 6,67:1 v�i hàm l��ng epoxy 

kho�ng 12,5% và hàm l��ng silic kho�ng 2,1% cho nh�ng nghiên c�u ti�p theo. 

4
5

7
.1

0

5
7

4
.1

8
6
3

9
.2

3

7
3

7
.1

8
7

7
1

.4
9

8
3

1
.0

3

9
1

5
.3

9
9
7

0
.9

1
1

0
3

5
.5

91
1

3
2

.3
6

1
1

8
4

.3
3

1
2

4
8
.5

0

1
3

8
4
.8

4

1
4

5
5

.8
0

1
5

8
1
.6

5
1
6

0
7
.6

2

1
8

8
9

.8
4

2
0

6
4
.4

9

2
8

7
2
.5

8
2

9
2

8
.1

9
2
9

6
7
.1

9

3
0

5
6

.4
8

3
5

0
8
.5

4

mau E1

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

%
T

ra
n

s
m

itt
a

n
c

e

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

Wav enumbers (cm-1)

4
9

3
.6

8
5
2

7
.6

6
5
7

4
.5

9

6
9

8
.9

5

8
3

0
.7

7

9
1

5
.4

0
9
7

1
.5

5
1
0

3
6
.6

1

1
1

2
0
.3

9
1
1

8
3
.9

9
1
2

4
8
.3

9
1
2

9
7
.2

9

1
3

8
4
.6

01
5

8
1

.9
3

1
6

0
7

.6
1

1
8

9
0

.9
7

2
0

6
6
.9

1

2
8

7
2
.6

2
2
9

2
8
.9

3
2
9

6
6
.8

1

3
0

5
4
.1

0

3
4

7
3
.7

5

mau E3

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 55

 60

 65

 70

 75

 80

 85

%
T

ra
n
s

m
itt

a
n
c
e

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

Wavenumbers (cm-1)



 

Nghiên c�u khoa h�c công ngh� 

T�p chí Khoa h�c và Công ngh� nhi�t ��i, S� 15, 6 - 2018 77

3.1.3. Kh�o sát �nh h��ng c�a t� l� xúc tác ��n th�i gian ph�n �ng bi�n 

tính nh�a epoxy b�ng DCDPS 

Các ph�n �ng ���c th�c hi�n v�i t� l� xúc tác thay ��i, các �i�u ki�n khác 

không ��i: T� l� kh�i l��ng epoxy:silan = 6,67:1; nhi�t �� ph�n �ng 55oC; t�c �� 

khu�y 220 vòng/phút. Th�i gian ph�n �ng ���c ki�m soát b�ng cách chu�n �� hàm 

l��ng epoxy còn l�i trong h�n h�p ph�n �ng sau các kho�ng th�i gian nh� nhau 

���c li�t kê trong b�ng 2. 

B�ng 2. Th�i gian ph�n �ng v�i các t� l� kh�i l��ng ch�t xúc tác khác nhau 

                                   T� l� xúc tác, % 

Hàm l��ng epoxy, %  
1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 

Sau 01h 21,90 21,90 21,80 21,80 21,79 

Sau 02h 21,50 21,50 21,00 21,00 19,80 

Sau 12h 16,20 16,10 15,30 15,10 15,00 

Sau 15h 15,47 15,36 14,78 14,45 14,31 

Sau 18h 14,23 14,02 13,35 13,19 12,93 

Sau 20h 13,98 13,79 13,01 12,93 12,68 

Sau 22h 13,67 13,48 12,83 12,71 12,59 

Sau 23h 13,36 13,14 12,61 12,48 12,51 

Sau 24h 13,05 12,86 12,47 12,48 12,49 

Sau 25h 12,76 12,52 12,47 12,47 12,47 

K�t qu� trên cho th�y, t� l� kh�i l��ng xúc tác t�i vùng kh�o sát không �nh 

h��ng nhi�u ��n th�i gian ph�n �ng. Tuy nhiên, n�u l�y l��ng xúc tác quá nhi�u s� 

gây khó kh�n cho quá trình l�c, tách s�n ph�m. T� l� kh�i l��ng c�a xúc tác so v�i 

kh�i l��ng các ch�t tham gia ph�n �ng là 1,5% ���c l�a ch�n. 

3.1.4. Kh�o sát �nh h��ng c�a nhi�t �� ��n ph�n �ng bi�n tính nh�a epoxy 

b�ng DCDPS 

Các ph�n �ng ���c th�c hi�n v�i �i�u ki�n nhi�t �� thay ��i, các �i�u ki�n 

khác không ��i: T� l� kh�i l��ng epoxy:silan = 6,67:1; t� l� xúc tác 1,5%; t�c �� 

khu�y 220 vòng/phút; th�i gian 24 gi�. 
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B�ng 3. K�t qu� kh�o sát s�n ph�m thu ���c v�i nh�ng �i�u ki�n  

nhi�t �� ph�n �ng khác nhau 

                     Nhi�t �� (oC)   
N�i dung 

45 ± 2 50 ± 2 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 

Ngo�i quan 

Màu 
tr�ng 
trong 
su�t 

Màu 
vàng 
nh�t, 
��c 

Màu nâu, 
��c 

Màu �� 
tía, trong 

su�t 

Màu �� 
tía, trong 

su�t 

Hàm l��ng epoxy, % 21,9 12,67 12,53 12,32 12,31 

Hi�u su�t ph�n �ng, %  - 40 55 70 70 

K�t qu� kh�o sát cho th�y, t�i nhi�t �� ph�n �ng là 45oC, ph�n �ng h�u nh� 

không x�y ra. Khi nâng nhi�t �� lên 50oC và 55oC, ph�n �ng có x�y ra nh�ng s�n 

ph�m thu ���c cho hi�u su�t th�p (t��ng �ng t� 40÷55%), và �� �n ��nh c�a s�n 

ph�m không cao. Ngay sau khi k�t thúc ph�n �ng, s�n ph�m lúc ��u có màu vàng 

��m, ��c nh�ng sau kho�ng 48 gi� � nhi�t �� phòng, s�n ph�m b� nh�t màu. �i�u 

này có th� là do c�u trúc phân t� c�a s�n ph�m ch�a �n ��nh. 

T�i nhi�t �� 60oC và 65oC, ph�n �ng cho hi�u su�t t��ng ��i cao là 70%. S�n 

ph�m thu ���c sau ph�n �ng có màu nâu ��, trong su�t và b�n màu. Nhóm tác gi� l�a 

ch�n nhi�t �� ph�n �ng là 60oC vì t�i nhi�t �� này, s�n ph�m ph�n �ng cho �� �n ��nh 
cao, b�n màu, hi�u su�t ph�n �ng t��ng ���ng so v�i nhi�t �� ph�n �ng � 65oC. 

 
a) b) 

Hình 3. a) S�n ph�m ph�n �ng t�i 50oC; b) S�n ph�m ph�n �ng t�i 60oC 

3.1.5. Kh�o sát �nh h��ng c�a t�c �� khu�y ��n ph�n �ng bi�n tính nh�a 
epoxy b�ng DCDPS 

Các ph�n �ng ���c th�c hi�n v�i t�c �� khu�y thay ��i, các �i�u ki�n khác 
không ��i: T� l� kh�i l��ng epoxy:silan = 6,67:1; t� l� xúc tác 1,5%; nhi�t �� ph�n 
�ng 60oC; th�i gian 24 gi�. 
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B�ng 4. K�t qu� kh�o sát s�n ph�m thu ���c v�i nh�ng t�c �� khu�y khác nhau 

                  T�c �� khu�y, rpm   

  N�i dung                         
180 200 220 240 260 

Ngo�i quan s�n ph�m 

Màu �� 
tía, 

trong 
su�t 

Màu 
�� tía, 
trong 
su�t 

Màu 
�� tía, 
trong 
su�t 

Màu �� 
tía, 

trong 
su�t 

Màu �� 
tía, 

trong 
su�t 

Hàm l��ng epoxy, % 12,67 12,63 12,53 12,53 12,52 

Hi�u su�t ph�n �ng, %  68 68 70 70 70 

K�t qu� kh�o sát cho th�y � t�c �� khu�y 220 vòng/phút ��n 260 vòng/phút 
��u cho hi�u su�t ph�n �ng t��ng ��i cao là 70%. Vì v�y, nhóm tác gi� l�a ch�n t�c 

�� khu�y c�a ph�n �ng là 220 vòng/phút. 

T� các k�t qu� kh�o sát nh� trên, nhóm tác gi� l�a ch�n �i�u ki�n ph�n �ng 

nh� sau: T� l� kh�i l��ng epoxy:silan = 6,67:1; nhi�t �� ph�n �ng 60oC; t� l� xúc 

tác 1,5%; t�c �� khu�y 220 vòng/phút; th�i gian 24 gi�. 

3.2. Xây d�ng ��n pha ch� keo ch�u nhi�t trên c� s� nh�a epoxy bi�n tính 

v�i ch�t �óng r�n 

3.2.1. Kh�o sát �nh h��ng c�a hàm l��ng ch�t �óng r�n ��n tính ch�t c� lý 

c�a keo ���c ch� t�o t� nh�a bi�n tính 

Nh�a epoxy �ã bi�n tính ���c tr�n thêm ch�t �óng r�n polyamid L-20M c�a 

Liên bang Nga v�i t� l� theo ph�n kh�i l��ng l�n l��t là 100/35, 100/40, 100/45. H�n 

h�p ���c khu�y ��u trong 5 phút. Các m�u nh�a ���c �óng r�n � nhi�t �� phòng sau 

36 gi� ���c �em �i �o �� b�n kéo ��t. K�t qu� �o ���c trình bày trong b�ng 5. 

B�ng 5. K�t qu� �� b�n kéo ��t c�a m�u DGEBA-Si/L-20M 

TT M�u �� b�n kéo ��t, (MPa) 

1 DGEBA-Si + 35 % L-20M 16,4 

2 DGEBA-Si + 40 % L-20M 20,5 

3 DGEBA-Si + 45 % L-20M 17,6 

4 Keo K300-61 (*) 18,85 

(*) Keo K300-61 c�a Liên bang Nga là lo�i keo ���c ch� t�o trên c� s� nh�a 
epoxy bi�n tính b�ng siloxan và ���c s� d�ng làm keo ch�u nhi�t �ng d�ng trong 
ngành hàng không. 
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V� nguyên t�c, l��ng ch�t �óng r�n cho vào ph�i chính xác sao cho t� l� nhóm 
epoxy (c�a nh�a):hydro ho�t ��ng (c�a ch�t �óng r�n) trong kho�ng 1,0÷1,02, vì d� 
hay thi�u ��u �nh h��ng ��n ch�t l��ng s�n ph�m. N�u cho d� amin thì các nhóm 
epoxy s� k�t h�p v�i các amin này và h�n ch� kh� n�ng t�o thành c�u trúc không 
gian. Trong tr��ng h�p thi�u amin thì c�u t�o l��i c�ng kém ch�t ch� [2]. 

K�t qu� kh�o sát cho th�y keo có �� b�n kéo ��t t�t nh�t khi t� l� theo ph�n 
kh�i l��ng gi�a nh�a epoxy bi�n tính và ch�t �óng r�n L-20M là 100/40. 

3.2.2. Kh�o sát �nh h��ng c�a hàm l��ng ch�t �óng r�n t�i tính ch�t nhi�t 
c�a keo ���c ch� t�o t� nh�a bi�n tính 

Các m�u keo nói trên ���c kh�o sát tính ch�t nhi�t b�ng ph��ng pháp phân 
tích nhi�t tr�ng l��ng (TGA) v�i t�c �� gia nhi�t 10oC/phút trong môi tr��ng không 
khí. Gi�n �� phân tích nhi�t ���c th� hi�n trên hình 4. 

 

Hình 4. Gi�n �� phân tích nhi�t TGA c�a các h� �óng r�n khác nhau 

T� gi�n ��, �� b�n nhi�t và ph�n kh�i l��ng còn l�i t�i 800oC �ã ���c xác 
��nh và trình bày t�i b�ng 6 

B�ng 6. K�t qu� kh�o sát tính ch�t nhi�t c�a m�u �óng r�n DGEBA-Si/L-20M 

M�u 

Nhi�t �� t��ng �ng v�i �� h�t kh�i Ph�n 
KL còn 
l�i t�i 
800oC 
(%) 

5% 10% 20% 30% 40% 50% 

DGEBA-Si /35% L-20M 298 313 332 348 367 397 4 

DGEBA-Si /40% L-20M 295 311 332 350 366 384 0,2 

DGEBA-Si /45% L-20M 301 318 337 352 369 396 2 

Keo K300-61 (L.B Nga) 189 282 362 390 412 429 3 
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K�t qu� t�i b�ng 6 cho th�y m�u �óng r�n c�a nh�a bi�n tính DGEBA-Si v�i 
ch�t �óng r�n L-20M b�t ��u b� phân h�y � nhi�t �� kho�ng 300oC và b� suy gi�m 
kh�i l��ng g�n nh� hoàn toàn � nhi�t �� 800oC. Tuy nhiên, hàm l��ng ch�t �óng r�n 
không �nh h��ng nhi�u t�i tính ch�t nhi�t c�a keo ���c ch� t�o t� nh�a bi�n tính. 

Nh�n xét: T� k�t qu� kh�o sát �nh h��ng c�a hàm l��ng ch�t �óng r�n ��n �� 
b�n kéo ��t và tính ch�t nhi�t c�a keo ���c ch� t�o t� nh�a bi�n tính, nh�n th�y t�i 
các t� l� và �i�u ki�n �óng r�n ���c kh�o sát thì hàm l��ng nh�a epoxy bi�n tính:ch�t 
�óng r�n L-20M = 100:40 theo ph�n kh�i l��ng là phù h�p cho ch� t�o keo ch�u nhi�t. 

4. K�T LU�N 

- �ã nghiên c�u, xây d�ng ���c quy trình bi�n tính nh�a epoxy D.E.R 331 
b�ng ch�t bi�n tính dichlorodiphenylsilan v�i các �i�u ki�n ph�n �ng nh� sau: T� l� 
kh�i l��ng epoxy:silan = 6,67:1; nhi�t �� ph�n �ng 60oC; t� l� xúc tác 1,5%; t�c �� 
khu�y 220 vòng/phút; th�i gian 24 gi�. 

- �ã xây d�ng ���c ��n pha ch� keo ch�u nhi�t trên c� s� nh�a epoxy bi�n 
tính b�ng dichlorodiphenylsilan v�i ch�t �óng r�n L-20M � t� l� theo ph�n kh�i 
l��ng c�a nh�a epoxy bi�n tính:ch�t �óng r�n L-20M = 100:40, th�i gian �óng r�n � 
nhi�t �� phòng là 36 gi�. 

- So sánh k�t qu� phân tích nhi�t và �� b�n kéo ��t c�a keo ch� t�o ���c 
t��ng ���ng v�i keo K300-61 c�a Liên bang Nga có thành ph�n và m�c �ích s� 
d�ng t��ng t�. Keo ch� t�o ���c b�t ��u b� phân hu� � nhi�t �� kho�ng 300oC, 
trong khi keo K300-61 là 189oC. �� b�n kéo ��t c�a keo ch� t�o ���c là 20,5 MPa, 
còn keo K300-61 là 18,85 MPa. Các k�t qu� kh�o sát này cho th�y keo ch� t�o ���c 
có th� h��ng t�i m�c �ích s� d�ng làm keo ch�u nhi�t hàng không. 
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SUMMARY 

STUDY ON THE MODIFYING EPOXY RESIN WITH 

SILANE COMPOUND FOR FABRICATION OF 

AVIATION HEAT-RESISTANT ADHESIVE 

This paper presents some results of the study on modifying epoxy resin with 

dichloro diphenyl silane and developing heat-resistant adhesive from this modified 

resin. Some important specifications such as the tensile strength and the heat 

resistance of the adhesive based on modified epoxy and curing agent of low-

molecular polyamide resin have been tested. The tested results have shown that the 

obtained adhesives began to decompose at 300°C, the tensile strength is 20.5 MPa. 

The obtained adhesives can be used as aviation heat-resistant adhesive, replacing 

some imported adhesives. 

Keywords: Silane-modified epoxy, heat-resistant adhesive. 
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